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Abstract (en)
Supports (3) are placed on the supporting plane (4) and each support plate (5) of the supports is coated with an adhesive face so that each floor
board (1) is placed with each one corner on an adhesive face until a quarter of the surface of the support plate (5) is covered by a corner of the
floor board and a centre access hole (6) is left free in the support plate. The corner of the floor board is lifted by hand to the required incline and the
spindle of the support is operated by a suitable tool through the access hole until with the correctly aligned floor board the foot of the support rests
smooth on the supporting plane. The steps are repeated for each further corner. A further floor board plate (2) is placed on the support plates and
the steps are repeated for all corners of the second floor board.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zur Montage von aufgesténderten FuBbodenplatten (1,2) mit Verfahrensschritten, wobei auf der Auflageebene
werden Stiitzen (3) aufgestellt, wobei die Stitzplatten jeder Stiitze mit mindestens einer Klebeflache beschichtet sind; jede FuBbodenplatte (1,2)
wird mit jeweils einer Ecke auf einer Klebeflache auf der Stitzplatte der Stiitze (3) aufgelegt; die Auflage der FuBbodenplatte (1,2) auf die Stitzplatte
erfolgt etwa so, daB3 ein Viertel der Flache der Stitzplatte von der Ecke der FuBbodenplatte (1,2) bedeckt wird und ein etwa mittiges Zugangsloch
in der Stltzplatte freibleibt; es wird mit der Hand die Ecke der FuBbodenplatte (1,2) mit der daran klebenden Stitze (3) angehoben und die
gewinschte Neigung der FuBbodenplatte (1,2) eingestellt; hierbei wird mit einem geeigneten Werkzeug durch das Zugangsloch in der Stiitzplatte
die Spindel der Stutze (3) betéatigt; die Betatigung der Spindel erfolgt solange, bis bei ausgerichteter FuBbodenplatte (1,2) der Fu3 der Stitze (3) satt
auf der Auflageebene aufliegt; Wiederholung der Verfahrensschritte nach Ziffern 1 - 5 fur jede weitere Ecke der FuBbodenplatte (1,2); Auflegen einer
weiteren FuBBbodenplatte (1,2) auf die Stitzplatten der bereits ausgerichteten Stiitzen (3); Wiederholung der Verfahrensschritte nach Ziffern 1 - 5 far
alle noch nicht ausgerichteten Ecken der FuBbodenplatte (1,2). <IMAGE>

IPC 1-7
EO4F 15/024

IPC 8 full level
EO4F 15/024 (2006.01)

CPC (source: EP)
EO04F 15/024 (2013.01); E04F 15/02476 (2013.01)

Cited by
WO02020152520A1; EP1568829A3; EP1256501A3; BE1026989B1; BE1026990B1; BE1026990A1; EP2951071B1; EP2951071B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CHCY DEDKESFIFRGBGR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1010833 A2 20000621; EP 1010833 A3 20001011; DE 19858693 A1 20000621

DOCDB simple family (application)
EP 99125211 A 19991217; DE 19858693 A 19981218


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1010833A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP99125211&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=E04F0015024000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=E04F0015024000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=E04F15/024
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=E04F15/02476

